
JP 2008-70852 A 2008.3.27

10

(57)【要約】
【課題】特定の機能を備えたディスプレーモジュールを
提供すること。
【解決手段】所定情報を含む表示信号を受信するための
ディスプレーモジュールと、接地を含むメイン回路支持
基板と、所定情報に対するデータを処理するかまたは回
路ボードからディスプレーモジュールに所定情報に対す
るデータを伝達するため、回路支持基板に連結され、リ
セスされた導電部を具備したフレキシブル回路支持基板
モジュールと、フレキシブル回路支持基板モジュール及
びディスプレーモジュールを接地させるためにフレキシ
ブル回路支持基板モジュールに連結された導電性部材を
含むディスプレーアセンブリーとして、導電性部材はフ
レキシブル回路支持基板モジュールに塗布された導電性
テープと、フレキシブル回路支持基板モジュールのリセ
スされた導電部を導電性テープに連結するための導電性
ペーストと、を含むモバイル端末機に形成されるディス
プレーアセンブリーが開示される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレーアセンブリーであって、
　所定の情報を含むディスプレー信号を受信するディスプレーモジュールと、
　接地を含むメイン回路支持基板と、
　前記メイン回路支持基板に連結され、前記所定情報に対するデータを処理するか、また
は前記メイン回路支持基板から前記ディスプレーモジュールに前記所定情報に対するデー
タを伝送し、リセスされた導電部を具備したフレキシブル回路支持基板モジュールと、
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結されて前記フレキシブル回路支持基板
モジュール及び前記ディスプレーモジュールを接地させ、前記フレキシブル回路支持基板
モジュールに塗布された導電性テープと、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリ
セスされた導電部と、前記導電性テープを連結するための導電性ペーストと、を含む導電
性部材と、
　を含むことを特徴とするディスプレーアセンブリー。
【請求項２】
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、メイン回路支持基板に連結された第１の
信号線と、
　前記ディスプレーモジュールに連結された第２の信号線と、
　前記第１及び第２の信号線に連結されて信号を管理及び処理する信号処理部と、を含む
ことを特徴とする請求項１に記載のディスプレーアセンブリー。
【請求項３】
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、キーパッドから入力されたキーを受信す
るように構成され、前記第２の信号線及び前記ディスプレーモジュールに連結されて前記
第２の信号線のデータを前記ディスプレーモジュールに伝達するキー入力部と、
　前記キー入力部に連結され、導電性材料により少なくとも部分的に形成されて前記ディ
スプレーモジュール及び前記フレキシブル回路支持基板モジュールの接地を可能とする補
強部材と、を含むことを特徴とする請求項２に記載のディスプレーアセンブリー。
【請求項４】
　前記ディスプレーモジュールは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結され
て所定情報に対するデータを伝達する連結回路部と、
　前記連結回路部から伝達された情報が表示されるスクリーンと、を含むことを特徴とす
る請求項１に記載のディスプレーアセンブリー。
【請求項５】
　前記スクリーンは、液晶ディスプレーであることを特徴とする請求項３に記載のディス
プレーアセンブリー。
【請求項６】
　前記導電性部材は、導電性補強部材を含み、前記導電性テープは、前記導電性補強部材
を前記フレキシブル回路支持基板モジュール上にコーティングされた前記導電性ペースト
に付着し、前記導電性テープは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリセスされ
た導電領域及び前記導電性ペーストを前記導電性補強部材に電気的に連結することを特徴
とする請求項１に記載のディスプレーアセンブリー。
【請求項７】
　モバイル端末機であって、
　メイン回路支持基板を具備した第１の本体と、
　前記第１の本体を開閉する前記第１の本体に対する相対的動きを実行する第２の本体と
、
　所定の情報を含むディスプレー信号を受信するディスプレーモジュールと、接地を含む
メイン回路支持基板と、前記所定情報に対するデータを処理するかまたは前記メイン回路
支持基板から前記ディスプレーモジュールに前記所定情報に対するデータを伝送し、前記
メイン回路支持基板に連結され、リセスされた導電部を具備したフレキシブル回路支持基



(3) JP 2008-70852 A 2008.3.27

10

20

30

40

50

板モジュールと、前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結されて前記フレキシブ
ル回路支持基板モジュール及び前記ディスプレーモジュールを接地させ、前記フレキシブ
ル回路支持基板モジュールに塗布された導電性テープと、前記フレキシブル回路支持基板
モジュールのリセスされた導電部と、前記導電性テープを連結するための導電性ペースト
と、を含む導電性部材と、を含むディスプレーアセンブリーと、
　を含むことを特徴とするモバイル端末機。
【請求項８】
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、前記メイン回路支持基板に連結された第
１の信号線と、
　前記ディスプレーモジュールに連結された第２の信号線と、
　前記第１及び第２の信号線に連結されて信号を管理及び処理する信号処理部と、を含む
ことを特徴とする請求項７に記載のモバイル端末機。
【請求項９】
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、キーパッドから入力されたキーを受信す
るように構成され、前記第２の信号線及び前記ディスプレーモジュールに連結されて前記
第２の信号線のデータを前記ディスプレーモジュールに伝達するキー入力部と、
　前記キー入力部に連結され、導電性材料により少なくとも部分的に形成されて前記ディ
スプレーモジュール及び前記フレキシブル回路支持基板モジュールの接地を可能とする補
強部材と、を含むことを特徴とする請求項８に記載のモバイル端末機。
【請求項１０】
　前記ディスプレーモジュールは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結され
て所定情報に対するデータを伝達する連結回路部と、
　前記連結回路部から伝達された情報が表示されるスクリーンと、を含むことを特徴とす
る請求項７に記載のモバイル端末機。
【請求項１１】
　前記スクリーンは、液晶ディスプレーであることを特徴とする請求項１０に記載のモバ
イル端末機。
【請求項１２】
　前記導電性部材は、導電性補強部材を含み、前記導電性テープは、前記導電性補強部材
を前記フレキシブル回路支持基板モジュール上にコーティングされた前記導電性ペースト
に付着し、前記導電性テープは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリセスされ
た導電領域及び前記導電性ペーストを前記導電性補強部材に電気的に連結することを特徴
とする請求項７に記載のモバイル端末機。
【請求項１３】
　モバイル端末機であって、
　第１の本体と、
　前記第１の本体を開閉するように構成された第２の本体と、
　前記第１及び第２の本体の中で少なくとも一つの内部に設置される回路支持基板モジュ
ールとして、少なくとも一つのリセスされた導電領域を具備した回路支持基板と、前記回
路支持基板に連結されて前記回路支持基板を接地し、前記フレキシブル回路支持基板モジ
ュールに塗布された導電性テープ及び前記回路支持基板のリセスされた導電部を前記導電
性テープに連結する導電性ペーストを含む導電性部材と、を含む回路支持基板モジュール
と、
　を含むことを特徴とするモバイル端末機。
【請求項１４】
　前記回路支持基板は、メイン回路支持基板であり、
　前記モバイル端末機は、所定情報を含む表示信号を受信するディスプレーモジュールと
、
　前記所定情報に対するデータを処理するかまたは前記メイン回路支持基板から前記ディ
スプレーモジュールに前記所定情報に対するデータを伝送するために前記メイン回路支持
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基板に連結され、リセスされた導電部を具備したフレキシブル回路支持基板モジュールと
、
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結されて前記フレキシブル回路支持基板
モジュール及び前記ディスプレーモジュールを接地させ、前記フレキシブル回路支持基板
モジュールに塗布された導電性テープと、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリ
セスされた導電部と、前記導電性テープを連結するための導電性ペーストと、を含む第２
の導電性部材と、
　を含むディスプレーアセンブリーをさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載のモ
バイル端末機。
【請求項１５】
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、前記メイン回路支持基板に連結された第
１の信号線と、
　前記ディスプレーモジュールに連結された第２の信号線と、
　前記第１及び第２の信号線に連結されて信号を管理及び処理する信号処理部と、を含む
ことを特徴とする請求項１４に記載のモバイル端末機。
【請求項１６】
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、キーパッドから入力されたキーを受信す
るように構成され、前記第２の信号線及び前記ディスプレーモジュールに連結されて前記
第２の信号線のデータを前記ディスプレーモジュールに伝達するキー入力部と、
　前記キー入力部に連結され、導電性材料により少なくとも部分的に形成されて前記ディ
スプレーモジュール及び前記フレキシブル回路支持基板モジュールの接地を可能とする補
強部材と、を含むことを特徴とする請求項１５に記載のモバイル端末機。
【請求項１７】
　前記ディスプレーモジュールは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結され
て所定情報に対するデータを伝達する連結回路部と、
　前記連結回路部から伝達された情報が表示されるスクリーンと、を含むことを特徴とす
る請求項１５に記載のモバイル端末機。
【請求項１８】
　前記スクリーンは、液晶ディスプレーであることを特徴とする請求項１７に記載のモバ
イル端末機。
【請求項１９】
　前記導電性部材は、導電性補強部材を含み、前記導電性テープは、前記導電性補強部材
を前記フレキシブル回路支持基板モジュール上にコーティングされた前記導電性ペースト
に付着し、前記導電性テープは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリセスされ
た導電領域及び前記導電性ペーストを前記導電性補強部材に電気的に連結し、前記フレキ
シブル支持基板モジュールの前記リセスされた導電性領域は前記信号処理部上に形成され
ることを特徴とする請求項１５に記載のモバイル端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路ボード（ｂｏａｒｄ）モジュール、ディスプレーモジュール及びこれら
を一体化したモバイル端末機に関する。本発明は、広範囲のアプリケーションに適合であ
り、特に、静電気に脆弱な回路ボード、ディスプレーモジュールなどの接地領域を最大化
することに最適である。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、モバイル通信は、移動電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ）などのようなモバイル端末機である。携帯用モバイル端末機は、ユー
ザーが多様な種類の情報、例えば、映像、音声及び文字などを無線通信を通じて対応する
ユーザーと交換するか、または所定サーバーをアクセスして多様なサービスを受信するこ
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とを可能とする。モバイル端末機、特に移動電話は、バー（ｂａｒ）型からフリップ型、
フォルダ型及びスライド型に開発されている。
【０００３】
　最近には、大きいサイズのＬＣＤウィンドウが多様なマルチメディア機能だけではなく
単純な音声通信を楽しめるためにモバイル端末機に設置される。スリム及び軽量であり、
携帯用の便利な端末機に対する消費者の要求を充足させるため、モバイル端末機のサイズ
を減少させる技術はモバイル通信分野において核心技術になった。
【０００４】
　しかし、モバイル端末機のスリム化はモバイル通信用モバイル端末機に積載された部品
のサイズを制限するので、モバイル端末機内で生成されたまたは外部から導入された静電
気はモバイル端末機の内部部品を劣化させる。さらに、モバイル端末機のスリム化によっ
て内部部品の厚さを減少させなければならないから、機械的強度が非常に脆弱になる。
【０００５】
　特に、ＬＣＤなどは静電気に非常に脆弱である。ユーザーがモバイル端末機を使用する
ためにはＬＣＤを典型的に視聴しなければならないので、ＬＣＤが静電気に影響を受ける
場合、映像歪曲などが発生してユーザーはその映像歪曲された画面を見るようなる。した
がって、ＬＣＤの接地領域を最大化してＬＣＤに対する静電気影響を最小化することが重
要である。しかし、装置のスリム化により十分な接地領域を確保することが困難である。
【０００６】
　また、ＬＣＤの機械的強度が非常に劣悪なので、ＬＣＤが外部衝撃などにより変形され
る可能性も大きくなる。このような問題を解決するため、装置の制限された内部空間内で
回路支持基板を含む部品の強度を強化させると共に装置の狭い内部空間内の接地空間を最
大化する必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明は上述したような従来技術の問題点を解決するためになされたもの
で、その目的は、ＬＣＤのようなディスプレー装置の部品上で内部または外部静電気の影
響を最小化することができ、外部力に脆弱なＬＣＤを補強することができるディスプレー
モジュール及びこれを具備したモバイル端末機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために本発明は、所定情報を含む表示信号を受信するためのディス
プレーモジュールと、接地を含むメイン回路支持基板と、所定情報に対するデータを処理
するかまたはメイン回路支持基板からディスプレーモジュールに所定情報に対するデータ
を伝達するため、メイン回路支持基板に連結され、リセスされた導電部を具備したフレキ
シブル回路支持基板モジュールと、フレキシブル回路支持基板モジュール及びディスプレ
ーモジュールを接地させるためにフレキシブル回路支持基板モジュールに連結された導電
性部材を含むディスプレーアセンブリーとして、導電性部材はフレキシブル回路支持基板
モジュールに塗布された導電性テープと、フレキシブル回路支持基板モジュールのリセス
された導電部を導電性テープに連結するための導電性ペーストを含むディスプレーアセン
ブリーを含む。
【０００９】
　本発明の他の様態において、フレキシブル回路支持基板モジュールは、メイン回路支持
基板に連結可能な第１の信号線と、ディスプレーモジュールに連結された第２の信号線と
、第１の信号線及び第２の信号線に連結されて信号を管理及び処理する信号処理部と、を
含む。
【００１０】
　本発明のまた他の様態において、フレキシブル回路支持基板モジュールは、キーパッド
からキー入力を受信するように構成されたキー入力部として、第２の信号線及びディスプ
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レーモジュールに連結されて第２の信号線のデータをディスプレーモジュールに伝達する
キー入力部と、キー入力部に連結され、ディスプレーモジュール及びフレキシブル回路支
持基板モジュールが接地されるように導電性部材により少なくとも部分的に形成された補
強部材と、を含む。
【００１１】
　本発明のまた他の様態において、ディスプレーモジュールは、所定情報用データを伝達
するためにフレキシブル回路支持基板モジュールに連結された連結回路部と、連結回路部
から伝達された情報を表示するスクリーンと、を含む。スクリーンは液晶ディスプレーで
ある。
【００１２】
　本発明のまた他の様態において、導電性部材は導電性補強部材を含み、導電性テープは
導電性補強部材をフレキシブル支持基板モジュール上に塗布された導電性ペーストに付着
し、導電性テープはフレキシブル回路支持基板モジュールのリセスされた導電領域及び導
電性ペーストを導電性補強部材に電気的に連結する。
【００１３】
　また、前記目的を達成するために本発明は、メイン回路支持基板を具備した第１の本体
と、第１の本体を開閉するために第１の本体に対応して相対的な動きを実行する第２の本
体と、ディスプレーアセンブリーを含むモバイル端末機を開示する。ディスプレーアセン
ブリーは、所定情報を含む表示信号を受信するディスプレーモジュールと、接地を含むメ
イン回路支持基板と、所定情報用データを処理するかまたはメイン回路支持基板からディ
スプレーモジュールに所定情報用データを伝達するため、メイン回路支持基板に連結され
、リセスされた導電部を具備したフレキシブル回路支持基板と、フレキシブル回路支持基
板及びディスプレーモジュールを接地するためにフレキシブル回路支持基板モジュールに
連結された導電性部材と、を含み、ここで導電性部材は、フレキシブル回路支持基板モジ
ュールに塗布された導電性テープを含み、フレキシブル回路支持基板モジュールのリセス
された導電部を導電性テープに連結する導電性ペーストを含む。
【００１４】
　モバイル端末機の他の様態では、ディスプレーモジュールに関する上述の多様な様態を
含む。
【００１５】
　また、前記目的を達成するために本発明は、第１の本体と、第１の本体を開閉するよう
に構成された第２の本体と、第１及び第２の本体の中で少なくとも一つの内部に設置され
た回路支持基板モジュールと、を含むモバイル端末機が開示される。回路支持基板モジュ
ールは、少なくとも一つのリセスされた導電領域を具備した回路支持基板及び回路支持基
板に連結された導電性部材を含み、回路支持基板を接地させる。導電性部材はフレキシブ
ル回路支持基板モジュールに塗布された導電性テープ及び回路支持基板のリセスされた導
電部を導電性テープに連結する導電性ペーストを含む。
【００１６】
　本発明の他の様態では、回路支持基板はメイン回路支持基板であり、モバイル端末機は
上述のようにディスプレーモジュールを含む。
【００１７】
　本発明に係る前述した課題を解決するための手段の説明と後述する実施形態の説明は、
例示であり、説明目的のものであり、本発明のさらなる説明を提供することを意図してい
ることを理解すべきである。
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明は、例えば、以下の手段を提供する：
（項目１）
　ディスプレーアセンブリーであって、
　所定の情報を含むディスプレー信号を受信するディスプレーモジュールと、
　接地を含むメイン回路支持基板と、
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　前記メイン回路支持基板に連結され、前記所定情報に対するデータを処理するか、また
は前記メイン回路支持基板から前記ディスプレーモジュールに前記所定情報に対するデー
タを伝送し、リセスされた導電部を具備したフレキシブル回路支持基板モジュールと、
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結されて前記フレキシブル回路支持基板
モジュール及び前記ディスプレーモジュールを接地させ、前記フレキシブル回路支持基板
モジュールに塗布された導電性テープと、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリ
セスされた導電部と、前記導電性テープを連結するための導電性ペーストと、を含む導電
性部材と、
　を含むことを特徴とするディスプレーアセンブリー。
（項目２）
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、メイン回路支持基板に連結された第１の
信号線と、
　前記ディスプレーモジュールに連結された第２の信号線と、
　前記第１及び第２の信号線に連結されて信号を管理及び処理する信号処理部と、を含む
ことを特徴とする項目１に記載のディスプレーアセンブリー。
（項目３）
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、キーパッドから入力されたキーを受信す
るように構成され、前記第２の信号線及び前記ディスプレーモジュールに連結されて前記
第２の信号線のデータを前記ディスプレーモジュールに伝達するキー入力部と、
　前記キー入力部に連結され、導電性材料により少なくとも部分的に形成されて前記ディ
スプレーモジュール及び前記フレキシブル回路支持基板モジュールの接地を可能とする補
強部材と、を含むことを特徴とする項目２に記載のディスプレーアセンブリー。
（項目４）
　前記ディスプレーモジュールは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結され
て所定情報に対するデータを伝達する連結回路部と、
　前記連結回路部から伝達された情報が表示されるスクリーンと、を含むことを特徴とす
る項目１に記載のディスプレーアセンブリー。
（項目５）
　前記スクリーンは、液晶ディスプレーであることを特徴とする項目３に記載のディスプ
レーアセンブリー。
（項目６）
　前記導電性部材は、導電性補強部材を含み、前記導電性テープは、前記導電性補強部材
を前記フレキシブル回路支持基板モジュール上にコーティングされた前記導電性ペースト
に付着し、前記導電性テープは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリセスされ
た導電領域及び前記導電性ペーストを前記導電性補強部材に電気的に連結することを特徴
とする項目１に記載のディスプレーアセンブリー。
（項目７）
　モバイル端末機であって、
　メイン回路支持基板を具備した第１の本体と、
　前記第１の本体を開閉する前記第１の本体に対する相対的動きを実行する第２の本体と
、
　所定の情報を含むディスプレー信号を受信するディスプレーモジュールと、接地を含む
メイン回路支持基板と、前記所定情報に対するデータを処理するかまたは前記メイン回路
支持基板から前記ディスプレーモジュールに前記所定情報に対するデータを伝送し、前記
メイン回路支持基板に連結され、リセスされた導電部を具備したフレキシブル回路支持基
板モジュールと、前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結されて前記フレキシブ
ル回路支持基板モジュール及び前記ディスプレーモジュールを接地させ、前記フレキシブ
ル回路支持基板モジュールに塗布された導電性テープと、前記フレキシブル回路支持基板
モジュールのリセスされた導電部と、前記導電性テープを連結するための導電性ペースト
と、を含む導電性部材と、を含むディスプレーアセンブリーと、
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　を含むことを特徴とするモバイル端末機。
（項目８）
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、前記メイン回路支持基板に連結された第
１の信号線と、
　前記ディスプレーモジュールに連結された第２の信号線と、
　前記第１及び第２の信号線に連結されて信号を管理及び処理する信号処理部と、を含む
ことを特徴とする項目７に記載のモバイル端末機。
（項目９）
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、キーパッドから入力されたキーを受信す
るように構成され、前記第２の信号線及び前記ディスプレーモジュールに連結されて前記
第２の信号線のデータを前記ディスプレーモジュールに伝達するキー入力部と、
　前記キー入力部に連結され、導電性材料により少なくとも部分的に形成されて前記ディ
スプレーモジュール及び前記フレキシブル回路支持基板モジュールの接地を可能とする補
強部材と、を含むことを特徴とする項目８に記載のモバイル端末機。
（項目１０）
　前記ディスプレーモジュールは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結され
て所定情報に対するデータを伝達する連結回路部と、
　前記連結回路部から伝達された情報が表示されるスクリーンと、を含むことを特徴とす
る項目７に記載のモバイル端末機。
（項目１１）
　前記スクリーンは、液晶ディスプレーであることを特徴とする項目１０に記載のモバイ
ル端末機。
（項目１２）
　前記導電性部材は、導電性補強部材を含み、前記導電性テープは、前記導電性補強部材
を前記フレキシブル回路支持基板モジュール上にコーティングされた前記導電性ペースト
に付着し、前記導電性テープは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリセスされ
た導電領域及び前記導電性ペーストを前記導電性補強部材に電気的に連結することを特徴
とする項目７に記載のモバイル端末機。
（項目１３）
　モバイル端末機であって、
　第１の本体と、
　前記第１の本体を開閉するように構成された第２の本体と、
　前記第１及び第２の本体の中で少なくとも一つの内部に設置される回路支持基板モジュ
ールとして、少なくとも一つのリセスされた導電領域を具備した回路支持基板と、前記回
路支持基板に連結されて前記回路支持基板を接地し、前記フレキシブル回路支持基板モジ
ュールに塗布された導電性テープ及び前記回路支持基板のリセスされた導電部を前記導電
性テープに連結する導電性ペーストを含む導電性部材と、を含む回路支持基板モジュール
と、
　を含むことを特徴とするモバイル端末機。
（項目１４）
　前記回路支持基板は、メイン回路支持基板であり、
　前記モバイル端末機は、所定情報を含む表示信号を受信するディスプレーモジュールと
、
　前記所定情報に対するデータを処理するかまたは前記メイン回路支持基板から前記ディ
スプレーモジュールに前記所定情報に対するデータを伝送するために前記メイン回路支持
基板に連結され、リセスされた導電部を具備したフレキシブル回路支持基板モジュールと
、
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結されて前記フレキシブル回路支持基板
モジュール及び前記ディスプレーモジュールを接地させ、前記フレキシブル回路支持基板
モジュールに塗布された導電性テープと、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリ
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セスされた導電部と、前記導電性テープを連結するための導電性ペーストと、を含む第２
の導電性部材と、
　を含むディスプレーアセンブリーをさらに含むことを特徴とする項目１３に記載のモバ
イル端末機。
（項目１５）
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、前記メイン回路支持基板に連結された第
１の信号線と、
　前記ディスプレーモジュールに連結された第２の信号線と、
　前記第１及び第２の信号線に連結されて信号を管理及び処理する信号処理部と、を含む
ことを特徴とする項目１４に記載のモバイル端末機。
（項目１６）
　前記フレキシブル回路支持基板モジュールは、キーパッドから入力されたキーを受信す
るように構成され、前記第２の信号線及び前記ディスプレーモジュールに連結されて前記
第２の信号線のデータを前記ディスプレーモジュールに伝達するキー入力部と、
　前記キー入力部に連結され、導電性材料により少なくとも部分的に形成されて前記ディ
スプレーモジュール及び前記フレキシブル回路支持基板モジュールの接地を可能とする補
強部材と、を含むことを特徴とする項目１５に記載のモバイル端末機。
（項目１７）
　前記ディスプレーモジュールは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールに連結され
て所定情報に対するデータを伝達する連結回路部と、
　前記連結回路部から伝達された情報が表示されるスクリーンと、を含むことを特徴とす
る項目１５に記載のモバイル端末機。
（項目１８）
　前記スクリーンは、液晶ディスプレーであることを特徴とする項目１７に記載のモバイ
ル端末機。
（項目１９）
　前記導電性部材は、導電性補強部材を含み、前記導電性テープは、前記導電性補強部材
を前記フレキシブル回路支持基板モジュール上にコーティングされた前記導電性ペースト
に付着し、前記導電性テープは、前記フレキシブル回路支持基板モジュールのリセスされ
た導電領域及び前記導電性ペーストを前記導電性補強部材に電気的に連結し、前記フレキ
シブル支持基板モジュールの前記リセスされた導電性領域は前記信号処理部上に形成され
ることを特徴とする項目１５に記載のモバイル端末機。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、モバイル通信用装置の接地領域を内部及び外部静電気からの影響を低
めるように十分に延長できる。その結果、モバイル端末機の内部部品、特にＬＣＤスクリ
ーンを静電気から保護できる。また、ＬＣＤスクリーンの機械的強度も同時に補強できる
。結局、本発明はモバイル端末機の信頼性ある使用環境をユーザーに提供する。
【００２０】
　また、本発明は、脆弱な回路支持基板の強度を補強することにより回路支持基板の接地
領域を最大化し、静電気などの影響を減少させてモバイル端末機またはディスプレーモジ
ュールの信頼性を強化させる。
【００２１】
　また、メインボード及びディスプレーモジュールの接地領域を一層強化するために、第
１の本体１００の背面側、及び金属または導電性コーティング材料は第１の本体に隣接し
た第２の本体の一部の内部上にコーティングできるので、ディスプレーモジュールと接触
するようになる（図示しない）。その結果、接地領域はメインボード及びディスプレーモ
ジュールまで一層延長される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
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　以下、本発明の好ましい実施の形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
なお、説明において、同一な図面参照符号は、他の図面でも同一な要素に使用される。
【００２３】
　本発明による回路支持基板モジュールまたはディスプレーモジュールは、埋め立てられ
た回路支持基板を含むすべての装置だけではなくモバイル端末機にも有用である。この場
合、回路支持基板はＰＣＢ（印刷回路基板）または所定情報を含む信号を処理する装置に
連結されたすべての種類のボードの中で一つを含む。
【００２４】
　また、本発明によるモバイル端末機は、フォルダ型モバイル端末機、スライド型モバイ
ル端末機及びスイング型モバイル端末機を含む多様な形態のモバイル端末機に適用可能で
ある。
【００２５】
　図１及び図２を参照すれば、本発明によるモバイル端末機は、それに装着されたモバイ
ル通信用の所定部分を具備したメイン回路支持基板モジュール３００が設置される第１の
本体１００と、第１の本体１００に対する相対的な動き（例えば、スライド、回転、フリ
ップなど）を実行することにより第１の本体１００を開閉する第２の本体２００と、を含
む。ディスプレーモジュール４００は第２の本体２００内に設置される。本実施形態にお
いて、スライド動作をするモバイル端末機は例示的な実施例として利用される。
【００２６】
　また、メイン回路支持基板モジュール３００及びディスプレーモジュール４００の接地
構造については、図３～図８を参照して説明する。第２の本体２００内で、ディスプレー
モジュール４００は、メイン回路支持基板３００から所定情報を含む信号を受信した映像
を出力し、ディスプレーモジュールにより表示された映像出力がウィンドウ１０６により
外部に表示される時に所定情報を示す。
【００２７】
　図３を参照すれば、回路支持基板モジュール（メイン回路支持基板モジュールとディス
プレーモジュールの全てに適用可能な回路支持基板を言う）は、情報処理のための装置が
装着された回路ボード３１０と、回路ボード３１０の強度を補強しながら接地領域を延ば
すために回路ボード３１０に付着された補強部材３２０と、を含む。
【００２８】
　良好な電気伝導性を有する導電性接着部材３４０は、回路ボード３１０と補強部材３２
０との間に設置され、補強部材３２０を回路ボード３１０に付着させて回路ボード３１０
の導電性領域に電気的に連結する。補強部材３２０は回路ボード３１０に付着されて回路
ボード３１０の機械的強度を補強し、全体または一部が導体で形成される。その結果、回
路ボード３１０の接地領域は補強部材３２０まで延長される。
【００２９】
　回路ボード３１０の一例としてＰＣＢについては後述する。
【００３０】
　まず、回路ボード３１０において、金属膜（例えば、Ｃｕ膜）は所定絶縁体内に提供さ
れ、金属膜は回路線が形成された領域から露出される。所定の装置は回路線が形成される
回路ボードの一部に連結され、装置連結部を除外した回路ボードの残りは金属膜が絶縁体
をストリップ（Ｓｔｒｉｐ）することにより露出されるストリップ部３１２を構成する。
【００３１】
　ストリップ部３１２を補強部材３２０に電気的に連結することにより、回路ボード３１
０の接地領域は補強部材３２０まで延長される。したがって、接地空間は最大化される。
【００３２】
　回路ボード３１０の構成については、図４に示された回路ボード３１０の断面図に詳し
く例示する。図４に示したように、回路ボード３１０は、金属膜３１１ａを含む本体部３
１１と、金属膜３１１ａを取り囲む絶縁体３１１ｂと、本体部３１１の一部領域上で絶縁
体３１１ｂをストリップすることにより形成されたストリップ部３１２と、を含む。
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【００３３】
　ストリップ部３１２は、本体部３１１の絶縁体がストリップされるのでリセス（ｒｅｃ
ｅｓｓ）される。特に、ストリップ部３１２は、回路ボード３１０内部でリセスされる。
導電性接着部材３４０がストリップ部３１２と完全に接触できないから、導電性コーティ
ング材料３３０は回路ボード３１０のストリップ部３１２の外周上にコーティングされて
回路ボード３１０の接地領域を保障する。導電性接着部材３４０及び補強部材３２０は導
電性コーティング材料３３０に順に接着される。
【００３４】
　図４に示したように、回路ボード３１０のストリップ部３１２の表面上で導電性コーテ
ィング材料３３０をコーティングすることにより、ストリップ部３１２は補強部材３２０
に電気的に連結されてストリップ部３１２と導電性接着部材３４０との間に形成された空
間（Ｓ）にもかかわらず接地領域を最大化する。
【００３５】
　特に、ストリップ部３１２は回路ボード３１０の一部領域で絶縁体３１１ｂをスリップ
することにより金属膜３１１ａを露出させるように形成され、導電性コーティング材料３
３０はストリップ部３１２が形成された表面上にコーティングされる。選択的に、導電性
コーティング材料３３０は回路ボード３１０のストリップ部３１２の全面上にコーティン
グすることができる。望ましくは、導電性コーティング材料３３０はストリップ部３１２
の領域及び外周領域上に主にコーティングされ、導電性接着部材３４０は導電性コーティ
ング材料３３０に接着され、補強部材３２０は導電性接着部材３４０に接着される。
【００３６】
　導電性コーティング材料３３０は、導電性パウダー、導電性粒子、導電性ナノ粒子など
により混合された樹脂で形成された導電性ペースト（主に銀ペースト）と、混合材の導電
性染料と、導電性コーティング材などを含む。その結果、導電性コーティング材料３３０
がモバイル端末機に塗布される場合、モバイル端末機は静電気を減少させる改善効果を提
供しながらスリムになる。
【００３７】
　本発明ではＰＣＢを基準としたが、このような配列は他の回路支持基板上にも提供でき
る。
【００３８】
　以下、本発明によるディスプレーモジュールについて、図５～図８を参照して説明する
。
【００３９】
　図５を参照すれば、本発明によるディスプレーモジュール４００は、映像出力として所
定情報を示すＬＣＤスクリーン４１１を含むＬＣＤモジュール４１０と、ＬＣＤモジュー
ル４１０に信号を伝達して所定情報を処理するためのフレキシブル回路支持基板モジュー
ル４２０と、第１の回路支持基板４３１と、フレキシブル回路支持基板モジュール４２０
に連結されたコネクター４３２と、を含む。コネクター４３２はフレキシブル回路支持基
板モジュール４２０をメイン回路支持基板モジュール３００に連結する。
【００４０】
　ＬＣＤモジュール４１０の機械的強度は損傷を受けやすい。小さな静電気がＬＣＤモジ
ュール４１０に発生しても出力映像は歪曲される。したがって、ＬＣＤモジュール４１０
の脆弱性を補強するために導電性補強部材４７０をＬＣＤモジュール４１０に付着する。
その結果、ＬＣＤモジュール４１０の機械的強度が補強されて静電気に対する脆弱性が補
償される。導電性補強板４７０に関する説明は後述する。
【００４１】
　第１の回路支持基板４３１は、本体部４３１ａと、その一部領域に形成されたストリッ
プ部４３１ｂと、を含む。本体部４３１及びストリップ部４３１ｂに対応する詳細な説明
は、図３及び図４に説明された回路ボード３１０に対する内容と同一である。
【００４２】
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　第１のコーティング材料４５１は第１の回路支持基板４３１のストリップ部４３１ｂが
形成される表面上にコーティングされる。導電性接着部材４６１は第１のコーティング材
料４５１に付着される。第１の補強部材４４１は導電性接着部材４６１上に付着される。
【００４３】
　第１のコーティング材料４５１は、導電性ペースト、導電性染料、導電性コーティング
材などを含む。第１の補強部材４４１は強度補強、接地領域延長などの機能をする。第１
の補強部材４４１は第１の回路支持基板４３１と第１の補強部材４４１との間の電気接触
領域を最大化する。
【００４４】
　図６は、コネクター４３２がＦＰＣＢモジュール４２０に連結される、図５に示された
ディスプレーモジュール４００の背面側を示す図である。特に、コネクター４３２は、図
１及び図２に示されたモバイル端末機においてメイン回路支持基板に連結された部品であ
る。
【００４５】
　コネクター４３２は本体部４３２ａ及びストリップ部４３２ｂを含む。第２のコーティ
ング材料４５２はストリップ部４３２ｂが形成される表面上にコーティングされる。導電
性接着部材４６２は第２のコーティング材料４５２に付着される。第２の補強部材４４６
は導電性接着部材４６２に付着される。
【００４６】
　図５～図８を参照すれば、ＦＰＣＢモジュール４２０は、コネクター４３２を通じてメ
イン回路支持基板モジュール３００に連結された第１の信号線４２２を含んでこれらの間
で所定信号を交換し、ＬＣＤモジュール４１０の連結回路部４１２に連結された後述する
第１の回路支持基板４３１に連結された第２の信号線４２４（または、第２のキー入力部
で言及する）を含んでこれらの間で所定信号を交換し、第１及び第２の信号線４２２、４
２４の各々に連結された信号処理部４２１を含んで各々の信号線４２２、４２４から信号
を管理及び操作する。
【００４７】
　導電性補強部材４７０はＬＣＤモジュール４１０とフレキシブル回路支持基板モジュー
ル４２０との間に付着される。その結果、ＬＣＤスクリーン４１１、導電性補強部材４７
０及びフレキシブル回路支持基板モジュール４２０は一緒に付着され、図１及び図２に示
したように、第２の本体２００の内部壁側面に付着される。この場合、導電性接着部材４
６３をフレキシブル回路支持基板モジュール４２０の背面側に提供することにより、導電
性補強部材４７０及び導電性接着部材４６３はメイン回路支持基板モジュール３００、第
１の回路支持基板４３１及びコネクター４３２に対して提供された接地領域と類似な全体
接地領域を延長することができる。
【００４８】
　特に、信号処理部は４２１、本体部４２１ａと、本体部４２１ａの一部領域に形成され
たストリップ部４２１ｂと、を含む。本体部４２１ａ及びストリップ部４２１ｂに対応す
る詳細内容は、図３及び図４に説明されたＰＣＢ３１０に対する内容と同一である。
【００４９】
　第３のコーティング材料４５３は、信号処理部４２１のストリップ部４２１ｂが形成さ
れる表面上にコーティングされる。導電性接着部材４６３は第３のコーティング材料４５
３上に付着される。導電性補強部材４７０は導電性接着部材４６３上に付着され、信号処
理部４２１は導電性接着部材４６３と導電性補強部材４７０との間に挟まれる。
【００５０】
　第３のコーティング材料４５３は、導電性ペースト、導電性染料、導電性コーティング
材などを含む。導電性補強部材４７０は、強度補強、接地領域延長などの機能を実行する
。
【００５１】
　モバイル端末機の一般的な特徴について説明したが、より詳細な説明は、図１及び図３



(13) JP 2008-70852 A 2008.3.27

10

20

30

40

50

を参照で提供される。
【００５２】
　第１の本体１００は、メイン回路支持基板モジュール３００と、第１のキーパッド１０
５からの入力のためにメイン回路支持基板３００の下側に提供された第１のキー入力部１
０３を含む。
【００５３】
　第２の本体２００は、ＬＣＤスクリーン４１１と、ＬＣＤスクリーン４１１の背面側に
隣接するように付着される導電性補強部材４７０と、導電性補強部材４７０の背面側に付
着されたフレキシブル回路支持基板モジュール４２０と、を含む。ＬＣＤスクリーン４１
１の下端側の辺りで、第２の本体２００は、第２のキーパッド１０４によるキー入力のた
めの第１のフレキシブル回路支持基板（第２のキー入力部）４３１と、強度を補強するた
めに第１のフレキシブル回路支持基板４３１の背面側に付着された導電性補強板４４１と
、を含む。
【００５４】
　フレキシブル回路支持基板モジュール４２０の第１の信号線４２２は、メイン回路支持
基板モジュール３００に連結される第１及び第２の本体１００、２００の間の境界を通じ
て実行される。コネクター４３２は第１の信号線４２２の端部に設置されてメインフレキ
シブル回路支持基板との連結を許容する。第２の信号線４２４は第１の回路支持基板４３
１に連結されてＬＣＤスクリーン４１１に最終連結される。
【００５５】
　図５及び図６を参照すれば、本発明によるディスプレーモジュール４００を構成するフ
レキシブル回路支持基板モジュール４２０は、第１の信号線４２２、第２の信号線４２４
及び信号を処理するために第１及び第２の信号線４２２、４２４に連結された信号処理部
４２１を含む。フレキシブル回路支持基板モジュール４２０は、第２の信号線４２４に連
結された第１の回路支持基板４３１及びＬＣＤモジュール４１０を第１の回路支持基板４
３１に連結する連結コネクター４２５をさらに含む。
【００５６】
　信号処理部４２１の上端の辺りに、スピーカーとモバイル端末機の連結のためのスピー
カー連結部４２７及びモーターとの連結のために連結されたモーター連結部４２９が設置
される。
【００５７】
　コネクター４３２は、メイン回路支持基板モジュール３００をアクセスするために第１
の信号線４２２の端部に設置される。補強板４４１は、第１の回路支持基板４３１から生
成された静電気用接地のための導電性材料で形成され、第１の回路支持基板４３１の一端
上に設置されて第１の回路支持基板４３１の強度を補強する。
【００５８】
　図７及び図８を参照すれば。ディスプレーモジュール４００は、ＬＣＤモジュール４１
０の連結回路部４１２に設置された連結装置４１３を含み、フレキシブル回路支持基板モ
ジュール４２０の第１の回路支持基板４３１の連結コネクター４２５に連結されてＬＣＤ
モジュール４１０及びフレキシブル回路支持基板モジュールが一緒に電気的に連結される
。
【００５９】
　導電性補強部材４７０は、導電性物質、すなわち導電性材料により全体または一部形成
される。導電性補強部材４７０の厚さまたはサイズが増加すれば、接地領域は延長される
。また、モバイル通信のための装置の全体厚さ及びサイズが制限されるので、導電性補強
部材４７０の厚さ及びサイズは、望ましくは、装置の全体厚さ及びサイズへの影響を最小
化する範囲内で最大化される。望ましくは、導電性補強部材４７０のサイズはＬＣＤスク
リーン４１１のサイズと実質的に同一であるかまたはそれより多少大きく形成される。
【００６０】
　ＬＣＤモジュール４１０とフレキシブル回路支持基板モジュール４２０との間に導電性
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１１及びフレキシブル回路支持基板モジュール４２１を通じて運ばれた静電気は導電性補
強部材４７０に伝達されて分布する。その結果、モバイル端末機内で電界を低めることが
できる。これはＬＣＤスクリーン４１１が静電気により影響を受けることを防止できる。
また、ＬＣＤスクリーン４１１の強度を補強することによりＬＣＤスクリーン４１１を外
力から保護することができる。
【００６１】
　ディスプレーモジュール４００が導電性接着部材４６３を通じてモバイル端末機に付着
される時、接地領域は導電性接着部材４６３が所定の導電性構成要素を含むから一層延長
できる。また、上述のように、第３のコーティング材料４５３を提供することにより、導
電性接着部材４６３と導電性補強部材４７０の連結は強化される。
【００６２】
　類似には、導電性補強板４４１を第１の回路支持基板４３１に設置し、導電性補強板４
４２をコネクター４３２に提供することにより、各接地領域は一層延長できる。その結果
、静電気に対する影響は非常に低下される。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、形式や細
部についての様々な変更が、特許請求の範囲の記載により規定されるような本発明の精神
及び範囲から逸脱することなく行われることが可能であることは、当該技術分野における
通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定めら
れるべきである。
【００６４】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明によるモバイル通信用装置のスライドダウン状態を示した側面図である。
【図２】本発明によるモバイル通信用装置のスライドアップ状態を示した側面図である。
【図３】本発明による回路ボードモジュールの斜視図である。
【図４】本発明による回路ボードモジュールの断面図である。
【図５】本発明によるディスプレーモジュールのレイアウトである。
【図６】図５に示されたディスプレーモジュールの他側面のレイアウトである。
【図７】図５のディスプレーモジュールとこれに連結された一部構成要素のレイアウトで
ある。
【図８】図５のディスプレーモジュールを示した斜視図である。
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